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摘要(译)

本发明提供一种超声探头和制造超声探头的方法，所述超声探头包括：
包括用于将换能器阵列和印刷电路板(PCB)连接到专用集成电路(ASIC)的
导体阵列的连接层。所述超声探头包括：发射和接收超声波的换能器阵
列、电连接到换能器阵列的第一电子电路、电连接到第一电子电路的第
二电子电路以及设置在换能器阵列和第一电子电路之间并且包括使得换
能器阵列电连接到第一电子电路的与换能器阵列接触的第一导体阵列以
及使得第二电子电路电连接到第一电子电路的与第二电子电路接触的第
二导体阵列的连接层。
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